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电子专业技能考试   技术公开信息说明 
 

一、 电子产品的电路原理参考图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 说明 

1. 上图为实际卷面原理图的参考图，整机电路包括单元电路 A和单元电路 X两个部分，虚线

框内为单元电路 X。上图所示的所有细节部分，适用本次考试所有场次；  

2. 套件包括对应实际原理图的 1块双面印制线路板。该线路板是拼板，装接过程可以随时掰

开分离为 A板和 X板，不影响后期调试。两块板与两个单元电路一一对应； 

3. 待装接元件布置在拼板的正反两面，合理安排装接工序，按照清单及电路板丝印装配信息

进行装接。各场次线路板的装配焊接工作量完全相同，其中贴片焊点数占比为 65%； 

4. 套件中有 2只 3362P 单圈电位器，需要使用仪表起子微调，明确顺时针、逆时针调节方向； 

5. 套件中有 6颗 LL-34 封装的两种二极管，此类器件封装的圆环标记侧为阴极标识； 

6. 套件中有 4颗 3528 封装的单色超高亮 LED，该器件封装的缺口侧为阴极标识。该器件 PCB

封装较为紧凑，以便居中贴底装配。该器件为易损器件，焊接温度和时间应合理控制，操作时

正面透明透镜不得受力挤压。调试过程中，当器件发光亮度较高时，请勿直视或持续观察； 

7. 套件中有 1颗单色发光二极管，必须加配套的隔离柱垫高后再贴底装配焊接； 

8. 套件中所有贴片电阻为 0805 封装，均为±1%精度，允许使用放大镜；  

9. 套件无冗余件，外观相似的个别元件可按照数量区分，清点确认无误后再焊接；未开始焊

接前，材料有残缺的填缺漏申请经核实后立即换发；开始焊接后需要更换材料的，请及时填损

失申请；损失材料换发在开考 30 分钟后开放，按实际换发时元件个数扣分，每个 1分； 

10. 顺序调试到最后项时，在整机组装调试中，须按要求组装后调试。组装后 X板和 A板无法

分开，不可恢复到首次调试时的结构。受固定结构影响有 2分题无法复核，试卷中有明显提示。 


